Portaria Interministerial MDIC/MCT n© 168, de 23.09.2002

(O1) M,INISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR e DA CIENCIA E TECNOLOGIA, no uso das
atribuigdes que Ihes confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso II, da
Constituigao Federal, e tendo em vista o disposto no § 2° do art. 4° da
Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, bem como os artigos 3° e
49 do Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001 e no Decreto n°
3.801, de 20 de abril de 2001, resolvem:

Art. 19 Fica estabelecido para o produto CARTAO INTELIGENTE ("SMART
CARD"), industrializado no Pais, os seguintes Processos Produtivos
Basicos:

I - CARTOES INTELIGENTES COM CONTATO:

a) fresamento da cavidade do cartdo plastico;

b) separagdo e preparagdao dos moédulos de microchips;
c) aplicacdo do adesivo na cavidade do cartdo; e

d) fixacdo do modulo de microchip no cartdo.

II - CARTOES INTELIGENTES SEM CONTATO:

a) fresagem da folha de PVC (formacao do calco);

b) impresséo das folhas de PVC, quando aplicavel;

c) montagem do microchip na antena;

d) fusao (laminacgao) do conjunto calgo, antena, folhas de PVC e folha de
cristal de PVC; e

e) estampagem dos cartdes.

§ 1° Todas as etapas do Processo Produtivo Basico acima descritas
deverdo ser realizadas no Pais.

§ 29 As atividades ou operagoes inerentes as etapas de producgédo
descritas neste artigo poderao ser realizadas por terceiros, desde que
obedecido o Processo Produtivo Basico, com excecdo das etapas
descritas nas alineas "c" e "d" do inciso I e "d" e "e" do inciso II
respectivamente, do caput deste artigo.

§ 39 Os cartoes plasticos mencionados no inciso I deverao ser
produzidos a partir da fusdo das folhas plasticas.

§ 49 Fica dispensado, até 31 de julho de 2003, o cumprimento da etapa
estabelecida na alinea "c" do inciso II deste artigo.

Art. 20 Os circuitos integrados monoliticos ou microchips mencionados
no inciso I do art. 19 deverdo atender, a partir de 31 de dezembro de
2003, ao seguinte Processo Produtivo Basico:

I - montagem de pastilha semicondutora, ndo encapsulada;
IT - encapsulamento da pastilha montada;
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III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; e
IV - marcacao (identificacao).

§ 19 Os circuitos integrados monoliticos ou microchips de que trata este
artigo poderdo ser adquiridos de terceiros.

§ 20 Fica dispensada, até 31 de janeiro de 2004, a producdo no Pais do
circuito integrado monolitico ou microchip destinado ao cartao
inteligente, sem contato, devendo, apds essa data, ser cumprido o
Processo Produtivo Basico descrito neste artigo.

Art. 3° Sempre que fatores técnicos ou econdémicos, devidamente
comprovados, assim o determinarem, a realizacao de qualquer etapa do
Processo Produtivo Basico podera ser suspensa temporariamente ou
modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do
Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior e da Ciéncia e
Tecnologia.

Art. 49 Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n©° 3, de 11
de janeiro de 2002.

Art. 59 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo,
produzindo efeitos retroativos a 1° de julho de 2002.
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